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Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are [referred to
IEC 60050: /nternational Electrotechnical|Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbol$ and signs
approved by the IEC for general use, feaders are
referred to publications IEC 60027: Letter| symbols to
be used in electrical technology, |\EC 6041[7: Graphical
symbols for use on equipment. Index, |survey and
compilation _of the single sheets and |EC 60617:

Symboles graphiques pour schémas.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Graphical symbols for diagrams.

*

See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS PIEZOELECTRIQUES -

Préparation des dessins d’encombrement des dispositifs a montage
en surface pour la commande et le choix de la fréquence -
Régles générales

AVANT-PROPOS

1) La CE! (Commission Electrotechnique Internationale) est une o i i }ormalisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux’(Comités nati CEl). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les que fons de idation dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la LEI 1 ti e des Normes
nternationales. Leur élaboration est confiée a des comités™d! A\ desquells tout Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. Leg orga i oQsd ationd rnementales et

CEl collabore
ipns fixées par

non gouvernementales, en liaison avec la CEl,
troitement avec I'Organisation Internationale de

2) questions techniques, pléparés par les

g'intéressant a ces questipns, expriment
3) € i ationales publiées sous forme de normes, de

4) ’ er (lunificati interna ‘ , les Comités nationaux de la C[El s'engagent
esure possible, ies Normes internationhles de la CEl
[odte dlvergence entre la norme de la CEI et la norme

La de la CEl:
Dig g fréquence.
Le
4
DIs Rapport de vote
49(BC)276 49/278/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti a 'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PIEZOELECTRIC DEVICES -

Preparation of outline drawings of surface-mounted devices (SMD)
for frequency control and selection -
General rules

FOREWORD

1) The IHC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide porganizatig }zation
compriking all national electrotechnical committees (IEC National Com j EC is to
ical and

electropic fields. To this end and in addition to other activities, th International Stgndards.

g sted in

the suybject dealt with may participate in this preparajory woxk. i tal and

non-governmental organizations liaising with the IEC afso pacticipa i he IEC
collabdrates closely with the International Organization S iZati ce with

2) The formal decisions or agreements of thé icg g tees on
[ \ parly as

3) They h bchnical

4) In ordef to promote international wnificatiom |E f hational

ds. Any

diverggnce between the clearly

indicated in the laier.

Internatipnal Standa 4 2 een prepared by IEC technical committg¢e 49:
Piezoele

The text i i ed on the following documents:

4

DIS Report on voting

49(C0O)276 49/278/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report
on voting indicated in the above table.
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Préparation des dessins d’encombrement des dispositifs a montage
en surface pour la commande et le choix de la fréquence -

Régles générales

Généralités

Domaine d’application et objet

La présente Norme mternatlonale donne les régles générales pour dessmer toutes les

Le
ré

pré

ern
ag

reJ

Ng

CE

4
Legs 8Zoélectriques a montage en surface sont classés en tr
bditiers nt de la structure des sorties.

oix de la fréquence.

P Références normatives
éditions indid

me internationale sg
plus récentes des

mande et le

suite de la
p partie de la
juées étaient

et les parties prenantes aux

nt invitées a
documents
registre des

rs — Sixiéme
ps dispositifs

ancement de

$, indications

pis types de

3

dans la direction opposée au boitier.
b)
dans la direction du boitier.

Type de boitier avec sorties en J: les extrémités pliées des sorties s

sont tournées

ont tournées

¢) Type de boitier avec sorties par plots: les plots sont utilisés a la place des sorties.

Titre du dessin d’encombrement

Le titre du dessin d’encombrement doit indiquer le matériau principal du boitier (par exemple
métallique, plastique, verre, céramique), le procédé de fermeture, le nombre de sorties et
le type de boitier a montage en surface, comme indiqué dans les exemples 1, 2, et 3.
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PIEZOELECTRIC DEVICES -

Preparation of outline drawings of surface-mounted devices (SMD)

for frequency control and selection -
General rules

1 General

1.1 Scope and object

This Internatlonal Standard sets out general rules for drawung al! dlmensmnal and geo-

metrical rred to
in this s all. putline
drawing$ of the SMDs for frequency control and selection.

1.2 Ngrmative references

The follpwing normative documents contain provisior in this
text, constitute provisions of this International Sta ion, the
editions [indicated were valid. All normative documents\aye sub' parties
to agregments based on this International Standard g l.cou aged to investigate the
possibility of applying the most re i e ‘nermative documents in%cated
below. Members of IEC and ISO rrently valid International
Standards.

IEC 19116: 1990, Mechadni 6 j Miconductor devices — Part 6: General
rules for the preparatip ¢ 1gs-of surface-mounted semiconductor packages

1ISO 11Q1:
orientati
drawing

2 Clagsifi
4

Geometrical tolerancing — Tolerancing of form,
eneralities, definitions, symbols,

indicatigns on

The SMD pi vices are classified into three types of packages depending on

the struq

a) L

ody.

b) Folded-leads type: the folded ends of the terminal leads are turned towards the

body.

¢) Leadless type:terminal pads only are present on the body instead of terminal leads.

3 Title of the outline drawing

The title of the outline drawing shall imply the main package material (e.g. metal, plastic,
glass, ceramic), the sealing procedure, number of terminals and the type of SMD, as

shown in examples 1, 2 and 3.
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4 Composition du dessin d’encombrement

Le dessin d’encombrement d'un dispositif a montage en surface doit étre composé des
cing parties suivantes, comme indiqué dans les exemples 1, 2, 3 et dans la figure 1.

4.1 Dessin d’encombrement

Le dessin d’encombrement avec les symboles dimensionnels doit étre exécuté selon la
méthode de projection du troisiéme diédre.

4.2 Tableau des dimensions détaillées

Les dimensions doivent étre données en millimétres et sont exigées seulement lorsque la
lettre x est indiquée dans le tableau. yAERN

4.3 Représentation grandeur nature

4.4 QGabarit des zones de contact des sorties

Le|gabarit des zones de contact qui est défini a I'article\6, do : bour la con-
nexion des sorties sur les cartes imprimées, substra{s e i

4.5 Détails des sorties

Les détails des sorties doivent étre montré figure 1).

5 | Exigences pour les sorties

Il st souhaitable que les exige ces%n ~

pcernant la structure des sorties soient
remplies.

5.1 Les dimengions ¢ e sorties doivent étre montrées pay la position
centrale d o] incipale e est égale a 2,54 x n mm (n esf un nombre
entier) et N

5.2
suf
de

4
5.3 I\ N 1 doit étre indiquée par I'échancrure en angle ou par un marquage.

la sortie en bas a gauche du dispositif de montage en
ortie n° 1. Les sorties subséquentes doivent étre [numérotées
verse des aiguilies d’'une montre.

oint ie plus

6 Exigences pour la zone de contact des sorties (voir figure 2)

Il est souhaitable que les exigences suivantes pour les dimensions et la position des
zones de contact des sorties soient remplies.

6.1 La position des zones de contact doit étre adaptée aux positions des sorties. Les
dimensions des zones de contact des sorties doivent étre spécifiées par rapport a la ligne
centrale des contacts d’'un dispositif & montage en surface.
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4 Composition of the outline drawing

The outline drawing of an SMD shall be composed of the following five elements as shown
in examples 1, 2, 3 and figure 1.

4.1 Outline drawing

The outline drawing with dimensional symbols shall be executed in the third-angle
projection.

4.2 Table of detailed dimensions

The dimensions shall be given in millimetres and are required only where the letter x is
shown in the table. /N

4.3 Actual size sketch

4.4 Drawing of terminal land areas

The drawing of terminal land areas which is defined in clays : to the
connecting terminal leads on the printed circuit boards, alufi 3

4.5 Terminal lead details

The termfinal lead details shali be shown in acco 181-6 (see figure 1)

5 Requirements for terminal leads

It is desifable that the following require ure of terminal leads be mgt.

5.1 Thg dimensions p i o ings—shall be shown by the centre position of
the terminal lead i &'} nmm
for package dim@

52 Int . ed as
the number 1 termj tosequent lead numbers shall be designated as 2 to n,
with the ferm yter-clockwise.

5.3 Th<e numbexchierrainal lead shall be indicated by a corner notch or by a dotted expresgion.
5.4 @ neans in this drawing that the distance from the seating plane fo the

nearest

C 191 61\
oo

6 Requirements for the terminal land area (see figure 2)

It is desirable that the following requirements for the dimensions and position of terminal
land areas be met.

6.1  The positioning of land areas shall be adapted to the positions of the terminal leads.
The dimensions of the terminal land areas shall be specified with respect to the central
line of the contacts of the SMD device.
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6.2 Les dimensions des zones de contact des sorties doivent étre indiquées comme
une zone maximale qui doit étre additionnée a la zone de projection d’'une sortie pour
les composants destinés & étre montés sur un circuit imprimé et a ses tolérances de
positionnement.

7 Connexions des sorties

Les fonctions des connexions des sorties ne sont pas définies sur le dessin
d’encombrement, mais, si nécessaire, elles peuvent étre spécifiées dans I'annexe A.

8 Notes descriptives
yAERN

Dels notes descriptives pouvant étre utilisées, les placer, si nécessai
c61és du dessin d’encombrement.

$ ou sur les

9 | Références

Les références a la CEl 191-6 et 2 I'lSO 1101 doive

Q@
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6.2 The dimensions of terminal land areas shall be indicated as the maximum area which
shall be added to the projection zone of the terminals for the parts to be connected to a
printed circuit board and to its positional tolerances.

7 Connections of terminal leads

The functions of the connections of terminal leads should not be defined on the outline
drawing, but if necessary, they may be indicated as shown in annex A.

8 Descriptive notes
yAERN

Descriptive notes may be used at the bottom of, or adjacent to, th tli >!~a{ving, if
necessary.

9 Refefences

The refeflences to IEC 191-6 and ISO 1101 shall be giyven

&



https://iecnorm.com/api/?name=70ccf7df22b18cfb3dea892e32f5ac50

-12 - 1240 © CEI:1994

Vue de co6té -
Side view

Plan de référence
Reference plane

10" A3 Zone projetée
Projected zone

Plan de pose
Seating plane

Vue de dessous

Side view -

Plan de rétérence
Reference plane

f B Zone projetée
A @ Projected zoge

1

!

1

Vue de dessous:
Bottom view

[T 13 !
4 % L_x b_= zone de projection
W P d'une sortie (hachurée)
L_x b_= terminal projection
' //)l P zone (hatched)
1 .
{
CEI-IEC 417194
Légende de la figure 1 et des exemples 1 a3 Legend for figure 1 and examples 1to 3
® = zone de tolérance projetée (voir ISO 1101, ® = projected tolerance zone (see ISO 1101,
article 11) clause 11)
= distance du plan de référence = reference plane distance
*) signifie position géométrique exacte *) means the true geometrical position.

Figure 1 — lllustrations de la zone de projection d’une sortie
ltlustrations of terminal projection zone
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- - Dessin d’'encombrement
Dimensions " ;
Ei:mg:z } Ref. Min. T Nom. I Max. Notes Outline drawing
A - - X
B - - X
G - - X
G1 - - X
K, - X
X - X
Echelle 1:1 o
Actual size F X - X
A L8 X - X
i e - X d b2
c, X o~ ot
i 3 b, — - X '
7 b
i . |- -1 SRS
% N
| TN y - - X N ‘
- [ x0) - ]S $ ?
b, X - X ( \ y
B L X - G I
8 X - S eg. H
° |
I
1 1 2
Eg Ry
1 N
{ e
U m

Vgir exemple
S¢e example/t

Surfaces de la zone de cofitact des sorties

Terminal land areas

il

e
L] o \<l
EN K
\\ \ |
I i
N - -
- ] |
Z Exemple 1a
127, Example 1a
1
“ CEI-IEC 418194
\ )

Toutes les dimensions sont en millimetres
All the dimensions are in millimetres

Boitier en verre ou en céramique a montage en surface a quatre

sorties, fermé par verre étain, type —-

Glass or ceramic, solder-glass sealed four-leaded SMD outline,

type -

Echelle
Scale

3:1

=
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- - Dessin d'encombrement
Dimensions
Exemple 2 i i
Examgle > Ref. Min. Nom. | Max | Notes Outline drawing
A - - X
B - - X
il G - - x
m G‘ - — 2
Il K, X - b
Echelle 1:1 K X - X
Actual size F X - X
Ly X — X
e - X -
. < AN
b2 - - X
4 3 I - - X /
JEoE- 2 N e
- O - [< \x S )
b X - X \/
P N | o<
Lp X - X \ N $
s ¥ 3
) -1
N } A H o @
g L'é'] i

.8
1 78F.

Surfaces de la zone de contact des sorties
Terminal land areas

[s]

s

T
(S REpRp. T
Al

wh il
227 Al Exemple 2a
4 { 4 Example 2a
CEI-IEC 419194

Toutes les dimensions sont en millimétres
All the dimensions are in millimetres

Boitier en verre ou en céramique a montage en surface, quatre | Echelle
sorties pliées, fermé par verre étain, type —

Glass or ceramic, solder-glass sealed four-folded lead SMD outline,

type —

Scale
3:1

=
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Dessin d'encombrement

Eiimz g Outline drawing
3 i i Notes
R I Min_ | Nom | Max
A - - X
B - - X
G - - X
G1 - - X
Echelle 1:1 K, X - X
Actual size
L X - X
e - X -
o, - X AN
e, - )\( -
8 7 6 % D NS
: A EER(ASNIAT
Y /_\ '\ X

10

i
%

A:B=151

‘ ‘<\\n % b
o HIRERS! Qo .

] N ,8 7 A
i Plan de‘pgose EE’ '% =~
/ eatipg plane 9 ‘ 5
% %
Q@ 0)1 o 71 "! - .
‘ 4
4 — 8 %7
_ \

3
( o
[ X ~
- 2
@ - - e
1 | E Surfaces de la zone de contact des sorties
Terminal land areas
NENEY cEi-iEC 42054
e e Lg Toutes les dimensions sont en millimétres
! ~ " - All the dimensions are in millimetres
Boitier en verre ou en céramique a montage en surface 4 10 plots, | Echelle
fermé par verre étain, type — Scale ) é
3:1

Glass or ceramic, solder-glass sealed 10 leadless SMD outline,
type —
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